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AN-9072_JA 
マイクロミニDIP SPM スマートパワーモジュール  

モーション-SPM™ 取り付け方法 

取り付け方法 

このアプリケーションノートではマイクロミニDIP SPM の
絶縁距離、及び取り付け方法を説明します。 

絶縁距離 

マイクロミニDIP SPM の絶縁距離を 表 1.に示します。 

表 1. マイクロミニ-DIP SPM 標準絶縁距離  

 
空間距離 

[mm] 
沿面距離 

[mm] 

電源端子間 3.08 3.28 

制御信号端子間 2.35 4.95 

端子-ヒートシンク間 2.05 2.05 

 

取り付け方法と注意点 

モジュールをヒートシンクに取り付ける場合、無理に取り付

けネジを締付けようとすると、内部のデバイスにストレスが

かかり、結果的に破壊或いは特性の劣化を引き起こす可能性

があります。図1.に推奨する締め付けの順序を示します。 

 
図1.  取り付けネジ締め付け順序:  

仮締め: 1 → 2;  本締め: 2 → 1 

注:  
1. 取り付けネジは強く締め過ぎないこと。締め過ぎは、ネ

ジ及びヒートシンクに損傷を及ぼすとともに、セラミッ

クにひび割れを発生させる原因となります。 
2. ネジの締め付けは、片側だけ先に締め付けることのない

よう、両側共に均一にして下さい。 図1 に推奨する締

め付け順序を示します。 締め付けが均一でないと、 
SPM のセラミックが損傷する場合があります。仮締め

のトルクは最大トルク定格の20~30%に設定してくださ

い。

 
表 2. 締め付けトルク、ヒートシンク平面度 

項目 条件 
規格 

単位 
Min. Typ. Max. 

デバイス平面度 図2. 参照  0  +120 μm 

ヒートシンク平面度 図3. 参照  -50  +100 μm 

締め付けトルク 取り付けネジ: M3 
推奨： 0.7N·m 0.6 0.7 0.8 N·m 

推奨： 7.1kg·m 6.2 7.1 8.1 kg·cm 

デバイス重量   11  g 

注:  
3. 取り付けにはスプリング/平ワッシャーを組み込んだM3セムスネジ（座金組込みネジ）を推奨します。 
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図2.  パッケージ表面の平面度測定点 

注: 
4. パッケージ表面の平面度の測定点は、パッケージの中央

と外側コーナーの４点をそれぞれ比較して表します。 
 

 

 
図3.  ヒートシンク平面度の測定点 

最も高い放熱効果を得るには、接触面積を出来るだけ大きく

し、接触面の熱抵抗を下げることが必要です。 

モジュールとヒートシンク間の接触面に適度な熱伝導グリス

を塗ります。これは、接触面の腐食防止にも役立ちます。使

用するグリスは広い動作温度範囲で安定した品質と長期の耐

久性を備えたものであることが必要です。指定されたトルク

強度に締めつけるにはトルクレンチを使用して下さい。トル

ク強度の最大値を超えて締付けた場合、デバイスの損傷、或

いは特性の劣化を引き起こす可能性があります。また、デバ

イスとヒートシンクが接触する面に異物が入らないよう細心

の注意を払って下さい。 

熱伝導性グリス 

 最低150μmの厚みで熱伝導性グリスを、モジュールの放

熱面或いはヒートシンクに塗布します。 

 モジュールをネジで締付ける際には、グリスの縁がモジ

ュールの周辺に見えるのを確認してください。 

取付け手順 

 図１の順序に従って、全てのネジを0.5N·m 以下のトル

クで仮締めします （手またはドライバ使用） 

 図１の順序に従って、0.6 ~ 0.8N·m の締付けトルクを与

え本締めして下さい（プラスドライバー使用）。. 

 スプリング/平ワッシャーを組み込んだM3セムスネジ

（座金組込みネジ）の使用を推奨します。 

 
図4. セムスネジ (サイズ M3, スプリングワッシャー 5.0Φ, 平

ワッシャー 7.5Φ) 

 

 

 

  

グリス塗布面 
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表面のエッジヒートシンク平面度測定範囲 
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関連資料 
FNX4XX60X  —  Smart Power Module Motion-SPM™ 

AN-9070 — Smart Power Module Motion-SPM™ in μMini-DIP SPM User Guide  

AN-9071 — Smart Power Module Motion-SPM™ in μMini-DIP SPM Thermal Performance Information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 
フェアチャイルドセミコンダクタは、本書に記載したすべての製品に対して、信頼性、機能、及びデザインを改善する為に予告なしに変更す

る権利を所有しています。また、フェアチャイルドは ここに記載した製品或いは回路の使用及び応用に起因するいかなる債務を負うもので

はなく、また、当社の特許権または第三者の権利に基づくライセンスを許諾するものではありません。 
 
 
生命維持装置への使用について 
フェアチャイルドセミコンダクタの製品はフェアチャイルドセミコンダクタコーポレーション社長の書面による承諾がない限り生命維持装置

または生命維持システム内の重要な部品に使用することは認められていません。 
 
ここで、 
 
1. 生命維持装置または生命維持システムとは、(a) 外科的に体内に埋め

込まれて使用されることを意図したもの、(b) 生命を維持或いは支持

するもの、(c) ラベルに表示された使用法に従って適切に使用された

場合にその不具合が使用者に重大な損傷をもたらすことが合理的に

予想されるもの、をいいます。 

2. 重要な部品とは、生命維持装置或いは生命維持システム内のあらゆ

る部品を指し、これらの不具合が生命維持装置或いは生命維持シス

テムの不具合の原因に、またはその安全性および効果に影響を及ぼ

す原因になるものと合理的に予想されるものをいいます。 

 

http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9071JA.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9070JA.pdf
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=text&attr1=FN&attr2=&v0=FNX4XX60X&vid=%24__visitId__%24&g=sitemap+taxonomy&i=sitemap+id&qid=%24__queryId__%24&s1=sitemap+id%2F%2F1&s0=iphrase+relevance%2F%2F0&tq=1&q=20&as=1&qtid=%24__queryId__%24&t=0&ia=1&c0=i%3A1%3B770%3Bsitemap+text%3BFNX4XX60X%3B%3Afnx4xx60x%3B1%2C1%3B%2B0&qt=1319144369&text=FN

